
特　徴

積層チップのギャップ制御 光学部品やセンサーのギャップ制御

製品HP／お問合せ製品HP／お問合せ

高精度均一プラスチック微粒子

用途例

粒子分布

大粒径でも均一な粒子径分布

平坦・平行性確保
硬化収縮による傾き抑制（信頼性向上）

光学軸ズレ防止
センサー精度向上

標準ラインナップ

小粒径〜大粒径まで狭ピッチでラインナップ

耐熱性

アクリル粒子に比べて優れた耐熱性
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優れた耐熱性・耐電圧性・耐薬品性
● −40〜200℃の温度下でも安定しています
● 耐トラッキング試験：600V

豊富な粒子径ラインナップ
3μm〜600μmの幅広いサイズラインナップを所有

均一な粒子径分布
均一ギャップ制御可能、変動係数（Cv）≦ 7％
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表面固着層処理 黒色化 金属被覆（ミクロパール™AU）

ミクロパール™にさらに機能性を付与することも可能です

樹脂コア

金属被膜

微粒子
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光学レンズ

センサチップ

ガラス

ミクロパール™

ミクロパール™

GAP保持



特　徴

ギャップ制御・応力緩和用途 電極形成用途

製品HP／お問合せ

用途例

独自のポリマー設計技術により、
粒子硬さ・反発力の制御が可能

金属粒子より柔軟

様々な金属層の形成が可能
Au、Niなど

均一な粒径分布のプラスチック粒子に
均一な金属層を形成

粒子ラインナップ

金属層形成後も高分散、均一粒径を保持。

硬さ評価データ

3μm Ni /Au 被覆粒子データ
金属粒子より柔軟な特性を有しています。

抵抗値評価データ

3μm Ni/Au 被覆柔軟品データ
柔軟な特性により圧縮変形し抵抗値低減します。
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ミクロパール™AU

■構成例

傾き有 傾き無

基盤

■添加による接合体の応力緩和■添加による厚み/傾き制御

樹脂コア金属被覆微粒子

ミクロパール™AUシリーズ

微粒子

GAP保持 導通・導電
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ミクロパール™添加前
ミクロパール™AU添加無 ミクロパール™AU添加有

ミクロパール™添加後

High stress concentration

Si chip 

Sintered Ag layer 

Substrate 

Low Stress MicropearlHigh Stress 

導通接続用途

圧力負荷による導通・放熱

導通 絶縁
ミクロパール™AU

バインダー

電極 例１） 端子間接続 例２） 導通経路形成
＜加圧接続＞

ミクロパール™

配線


